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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロジン類（ａ）に、蒸留と不均化処理および／または水素化処理とをして得られる、空
気雰囲気下に昇温速度５℃／分の熱重量測定における９９重量％重量損失温度が３７０℃
～４７１℃であるロジン誘導体（Ａ）を有効成分とする易熱分解性バインダー樹脂。
【請求項２】
　ロジン誘導体（Ａ）が、ＧＰＣによるスチレン換算分子量６００以上の成分の比率が１
．５重量％以下であり、紫外線吸光光度法による３００ｎｍの吸光度（測定条件：試料濃
度１ｇ／ｄｍ３、セル長１ｃｍ）が０．３以下である請求項１に記載のバインダー樹脂。
【請求項３】
　窒素雰囲気下で、毎分５℃ずつ上昇させ、２５℃から５００℃まで熱処理した後に残渣
汚れが残らない請求項１に記載のバインダー樹脂。
【請求項４】
　請求項１の易熱分解性バインダー樹脂を含有することを特徴とするバインダー樹脂組成
物。
【請求項５】
　更に、有機溶剤を含有する請求項４に記載のバインダー樹脂組成物。
【請求項６】
　粉末冶金用バインダーである請求項４に記載のバインダー樹脂組成物。
【請求項７】
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　セラミックス焼成用バインダーである請求項４に記載のバインダー樹脂組成物。
【請求項８】
　セラミックスが酸化スズインジウムである請求項７に記載のバインダー樹脂組成物。
【請求項９】
　ガラス焼成用バインダーである請求項４に記載のバインダー樹脂組成物。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、易熱分解性バインダー樹脂、該樹脂を含有するバインダー樹脂組成物、およ
び該バインダー樹脂組成物の用途に関する。
【背景技術】
【０００２】
　金属粉末、セラミックス粉末等の無機固体粉末の成形体を製造する方法として、無機固
体粉末を、熱可塑性バインダー及び滑剤に分散させて成形体製造用組成物とした後、射出
成形により予備成形し、得られた予備成形体を加熱して、該成形体中の無機固体粉末以外
の成分を分解揮発させて脱脂し、さらに焼成して、焼結体である成形体を得る方法が知ら
れている。
【０００３】
　従来、上記滑剤として使用されていたステアリン酸は、比較的低温で分解するため、無
機固体粉末及び熱可塑性バインダーとの混練中に分解し、混練不良を引き起こすことが問
題となっていた。そこで、より分解温度の高いベヘン酸を用いる方法が提案されている（
特許文献１参照）。
【０００４】
　特許文献１の方法によれば混練不良等の問題は解決できるものの、ベヘン酸は長鎖アル
キル基を持つ構造のため、熱可塑性バインダーの種類によっては熱可塑性バインダーとの
相溶性が不十分な場合があった。
【０００５】
　また、基板上に、金属ナノ粒子含有分散液をパターン形状に塗布し、例えば３００℃以
下の低温で焼成して、該粒子相互の焼結体層からなる微細なパターン形状を有する導電層
を形成する方法が公知である（特許文献２参照）。特許文献２では、この金属ナノ粒子含
有分散液に、水素原子供給源としてのロジン誘導体を含有させて、金属ナノ粒子表面の酸
化被膜を除去することによって、緻密な焼結体が得られることが記載されている。しかし
、特許文献２の方法においては、低温焼成のため、上記分散液中のロジン誘導体が十分に
熱分解されず、焼結体中に不純物として残存するため、導通不良が発生する、外観が低下
する等の問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第２７３２４７９号公報
【特許文献２】特開２００９－７０７２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、熱による分解性に優れており、熱可塑性バインダー及び滑剤に代えて
、無機固体粉末成形体のバインダーとして好適に使用できる易熱分解性バインダー樹脂、
該樹脂を含有するバインダー樹脂組成物、および該バインダー樹脂組成物の用途を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　本発明者は、上記課題を達成すべく鋭意研究を重ねた。その結果、特定のロジン誘導体
によれば、熱による分解性に優れること、熱可塑性バインダー及び滑剤に代えて、無機固
体粉末成形体用のバインダーとして好適に使用できること等を見出した。本発明者は、か
かる諸知見に基づいて、更に検討を重ねて、本発明を完成するに至った。
【０００９】
　本発明は、以下の易熱分解性バインダー樹脂、該樹脂を含有するバインダー樹脂組成物
、および該バインダー樹脂組成物の用途を提供するものである。
【００１０】
　１．ロジン類（ａ）に、蒸留と不均化処理および／または水素化処理とをして得られる
、空気雰囲気下に昇温速度５℃／分の熱重量測定における９９重量％重量損失温度が５０
０℃以下であるロジン誘導体（Ａ）を有効成分とする易熱分解性バインダー樹脂。
【００１１】
　２．ロジン誘導体（Ａ）が、ＧＰＣによるスチレン換算分子量６００以上の成分の比率
が１．５重量％以下であり、紫外線吸光光度法による３００ｎｍの吸光度（測定条件：試
料濃度１ｇ／ｄｍ３、セル長１ｃｍ）が０．３以下である上記項１に記載のバインダー樹
脂。
【００１２】
　３．窒素雰囲気下で、毎分５℃ずつ上昇させ、２５℃から５００℃まで熱処理した後に
残渣汚れが残らない上記項１に記載のバインダー樹脂。
【００１３】
　４．上記項１の易熱分解性バインダー樹脂を含有することを特徴とするバインダー樹脂
組成物。
【００１４】
　５．更に、有機溶剤を含有する上記項４に記載のバインダー樹脂組成物。
【００１５】
　６．粉末冶金用バインダーである上記項４に記載のバインダー樹脂組成物。
【００１６】
　７．セラミックス焼成用バインダーである上記項４に記載のバインダー樹脂組成物。
【００１７】
　８．セラミックスが酸化スズインジウムである上記項７に記載のバインダー樹脂組成物
。
【００１８】
　９．ガラス焼成用バインダーである上記項４に記載のバインダー樹脂組成物。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、下記の如き顕著な効果が得られる。
【００２０】
　（１）本発明の易熱分解性バインダー樹脂は、熱による分解性に優れており、しかも、
従来の熱可塑性バインダー及び滑剤に代えて、無機固体粉末成形体用のバインダー樹脂と
して好適に使用できる。
【００２１】
　即ち、本発明の易熱分解性バインダー樹脂は、それ自体で又は該樹脂を含む組成物の形
態で、金属粉末、セラミックス粉末、ガラス粉末等の無機固体粉末の成形体を製造する場
合の射出成形用、鋳型成形用等の熱分解性バインダーとして、好適である。特に、セラミ
ックス粉末成形用バインダーとしては、酸化スズインジウム粉末成形用バインダーとして
用いる際に最適である。
【００２２】
　（２）本発明の易熱分解性バインダー樹脂は、各種ポリマーとの相溶性が良好であるの
で、必要であれば、他の熱分解性ポリマー等と併用することもできる。
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【００２３】
　（３）また、基板上に、金属ナノ粒子含有分散液をパターン形状に塗布し、低温焼成し
て、該粒子相互の焼結体からなる微細なパターン形状を有する導電層を形成する場合に、
該分散液として、金属ナノ粒子及び本発明易熱分解性バインダー樹脂を含有する分散液を
用いることができる。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　易熱分解性バインダー樹脂
　本発明の易熱分解性バインダー樹脂は、ロジン誘導体（Ａ）を有効成分とすることを特
徴とする。当該バインダー樹脂は、それ自体で又は当該樹脂を含む組成物の形態で、無機
固体粉末の成形体を製造する場合の射出成形用、鋳型成形用等の熱分解性バインダー；導
電性パターン形成用熱分解性バインダー等として、好適に使用できる。
【００２５】
　ロジン誘導体（Ａ）は、ロジン類（ａ）に、蒸留と不均化処理および／または水素化処
理とをすることによって、調製することができる。また、得られたロジン誘導体（Ａ）は
、空気雰囲気下に昇温速度５℃／分の熱重量測定における９９重量％重量損失温度が５０
０℃以下であるという優れた熱分解性によって、特徴付けられる。
【００２６】
　原料のロジン類（ａ）としては、ウッドロジン、トール油ロジン、ガムロジン等の天然
ロジン類等を用いることができる。ロジン類（ａ）は、アビエチン酸、パラストリン酸、
レボピマル酸等を含む樹脂酸の混合物である。尚、ロジン類（ａ）としては、上記天然ロ
ジン類の水素化処理物として市販されているものも用いることができる。この水素化処理
物の場合も、上記優れた熱分解性を付与するためには、通常は、天然ロジン類の場合と同
様の処理をする必要がある。
【００２７】
　蒸留は、通常、温度２００～３００℃程度、圧力１３０～１３００Ｐａ程度の範囲で行
えばよい。
【００２８】
　不均化処理は、公知のロジン類の不均化条件を採用することができる。具体的には、例
えば、不均化触媒の存在下、必要に応じて有機溶媒を用いて、１００～３００℃程度の範
囲で加熱すれば良い。反応圧力は、１ＭＰａ未満が好ましく、常圧でもよい。不均化触媒
としては、特に制限無く、公知のものが使用できるが、パラジウム系触媒、白金系触媒な
どを用いることが好ましい。パラジウム系触媒としては、パラジウムカーボン、パラジウ
ムアルミナ、パラジウムシリカ、パラジウムシリカアルミナ、ゼオライト担持パラジウム
などが挙げられる。白金系触媒としては、白金カーボン、白金シリカ、白金シリカアルミ
ナ、ゼオライト担持白金などが挙げられる。
【００２９】
　水素化処理は、公知のロジン類の水素化条件を採用することができる。具体的には、例
えば、水素化触媒の存在下に、水素雰囲気下、必要に応じて有機溶媒を用いて、２～２０
ＭＰａ程度で、ロジン類（ａ）を１００～３００℃程度に、加熱することにより行なう。
反応圧力は、５～２０ＭＰａ程度とすることが好ましい。また、反応温度は、１５０～２
９０℃程度とすることが好ましい。水素化触媒としては、担持触媒、金属粉末、ヨウ素、
ヨウ化物等各種公知のものを使用することができる。担持触媒としては、パラジウムカー
ボン、ロジウムカーボン、ルテニウムカーボン、白金カーボン等が挙げられる。金属粉末
としては、ニッケル粉末、白金粉末等が挙げられる。ヨウ化物としては、ヨウ化鉄等が挙
げられる。これらのなかでは、パラジウム、ロジウム、ルテニウム、白金を含む触媒が、
ロジン類の水素化率が高くなり、水素化時間が短くなるため好ましい。なお、水素化触媒
の使用量は、ロジン類（ａ）１００重量部に対して、通常０．０１～５重量部程度、好ま
しくは０．０１～２重量部程度である。
【００３０】
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　ロジン誘導体（Ａ）としては、ロジン類（ａ）に、蒸留と不均化処理を行ったものでも
よく、蒸留と水素化処理を行ったものでもよい。また、ロジン誘導体（Ａ）としては、ロ
ジン類（ａ）に、蒸留、不均化処理、水素化処理のすべてを行ったものでもよい。なお、
各処理の順番は、特に限定されないが、特に着色の低減及び熱分解性の向上の観点から、
不均化、蒸留、水素化の順に行うことが好ましい。
【００３１】
　かくして得られるロジン誘導体（Ａ）は、空気雰囲気下に昇温速度５℃／分の熱重量測
定における９９重量％重量損失温度が５００℃以下であることが必要である。また、軟化
点が７５～９５℃程度で、酸価が１６０～１９０ｍｇＫＯＨ／ｇ程度であるのが好ましい
。なお、軟化点はＪＩＳ　Ｋ　５９０２の環球法による測定値であり、酸価はＪＩＳ　Ｋ
　２５０１による測定値である。
【００３２】
　ロジン誘導体（Ａ）は、ＧＰＣによるスチレン換算分子量６００以上の成分の比率が１
．５重量％以下であり、紫外線吸光光度法による３００ｎｍの吸光度（測定条件：試料濃
度１ｇ／ｄｍ３、セル長１ｃｍ）が０．３以下であることが好ましい。
【００３３】
　ロジン誘導体（Ａ）は、種々の分子量成分の混合物であり、分子量６００以上の成分も
含有する。分子量６００以上の成分は、ロジンの主成分である、アビエチン酸、パラスト
リン酸、レボピマル酸等のジテルペン類に比べて難揮発性であり、１．５重量％を超える
量を含有すると、昇温速度５℃／分の熱重量測定における９９重量％重量損失温度が高く
なってしまう傾向がある。また、ロジン誘導体（Ａ）において、共役２重結合を有する化
合物が十分に削減されていないと３００ｎｍの吸光度が高くなる。３００ｎｍにおける上
記吸光度が０．３を超えると加熱時に重合等の反応が起こってしまい昇温速度５℃／分の
熱重量測定における９９重量％重量損失温度が高くなってしまう傾向がある。
【００３４】
　また、ロジン誘導体（Ａ）は、熱による分解性に優れることから、通常、窒素雰囲気下
で、毎分５℃ずつ上昇させ、２５℃から５００℃まで熱処理した後に残渣汚れが残らない
ことが好ましい。
【００３５】
　バインダー樹脂組成物
　本発明のバインダー樹脂組成物は、本発明の易熱分解性バインダー樹脂を含有すること
を特徴とする易熱分解性の組成物である。本発明バインダー樹脂組成物は、該易熱分解性
バインダー樹脂に加えて、有機溶剤を含有することができる。また、必要に応じて、熱分
解性ポリマー、その他の添加剤を含有することもできる。
【００３６】
　本発明バインダー樹脂組成物が含有することができる有機溶剤としては、ロジン誘導体
（Ａ）の調製時の不均化処理及び／又は水素化処理において用いたものをそのまま含んで
いてもよいし、必要に応じて、更に有機溶剤を配合してもよい。有機溶剤としては、特に
限定されないが、具体的には、例えば、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、ｎ
－プロピルアルコール等のアルコール系溶剤；メトキシアルコール、エトキシアルコール
等のセロソルブ系溶剤；メトキシエトキシエタノール、ジエトキシエタノール、ブトキシ
エトキシエタノール等のカルビトール系溶剤；酢酸エチル、酢酸ブチル、メトキシプロピ
オン酸メチル、乳酸エチル等のエステル系溶剤；メトキシエチルアセテート、エトキシエ
チルアセテート、エチルセロソルブアセテート等のセロソルブアセテート系溶剤；メトキ
シエトキシエチルアセテート、ジエトキシエチルアセテート等のカルビトールアセテート
系溶剤；エチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル
、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶剤；Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジ
メチルアセトアミド、Ｎ－メチル－２－ピロリドン等の非プロトン性アミド系溶剤；γ－
ブチロラクトン等のラクトン系溶剤；トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶剤；ｎ
－ヘプタン、ｎ－ヘキサン、ｎ－オクタン等の脂肪族炭化水素系溶剤等の有機溶剤が挙げ
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られる。有機溶剤を含有する場合、その含有量は、特に限定されないが、ロジン誘導体（
Ａ）１００重量部当たり、通常、１０～２０００重量部程度の範囲内であるのが好ましい
。
【００３７】
　また、本発明バインダー樹脂組成物が含有することができる熱分解性ポリマーとしては
、例えばアクリル樹脂、セルロース誘導体、ポリ－α－メチルスチレン、スチレン－α－
メチルスチレン共重合体、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルブチラール、ポリビニルアルコー
ル等が挙げられる。これらの中では、昇温速度５℃／分の熱重量測定における９９重量％
重量損失温度が５００℃以下である熱分解性の高分子物質を用いることが、組成物の熱分
解性が良好となるため好ましい。熱分解性ポリマーの含有量は、特に限定されない。
【００３８】
　粉末冶金用バインダー
　本発明の粉末冶金用バインダーは、金属粉末の成形体を製造する場合の射出成形用、鋳
型成形用等の熱分解性バインダーである。粉末冶金用バインダーとしては、本発明バイン
ダー樹脂組成物をそのまま使用してもよいし、更に、熱分解性等に影響を与えない範囲で
、公知の添加剤を配合して用いてもよい。添加剤としては、潤滑剤、分散剤等を使用でき
る。潤滑剤としては、例えば、ワックス等を挙げることができる。分散剤としては、例え
ば、各種界面活性剤、ポリカルボン酸等の高分子系分散剤等を使用できる。これらの添加
剤は、１種単独で又は２種以上組み合わせて配合できる。金属粉末としては、特に限定さ
れないが、例えば、鉄、銅、チタン、アルミニウム、タングステン、モリブデン、ニッケ
ル、クロム等の金属の粉末；これら金属の各種合金の粉末等を挙げることができる。
【００３９】
　セラミックス焼成用バインダー
　本発明のセラミックス焼成用バインダーは、セラミックス粉末の成形体を製造する場合
の射出成形用、鋳型成形用等の熱分解性バインダーである。セラミックス焼成用バインダ
ーとしては、本発明バインダー樹脂組成物をそのまま使用してもよいし、更に、熱分解性
等に影響を与えない範囲で、公知の添加剤を配合して用いてもよい。添加剤としては、結
晶成長阻止剤、分散剤、可塑剤等を挙げることができる。結晶成長阻止剤としては、例え
ば、MgO、SiO２等の酸化物；アミノアルコール等を挙げることができる。分散剤としては
、例えば、各種界面活性剤、ポリカルボン酸等の高分子系分散剤等を使用できる。可塑剤
としては、公知の可塑剤を用いることができ、沸点が２００℃以上であるものが好ましい
。可塑剤としては、具体的には、例えば、フタル酸系化合物、アジピン酸系化合物、セバ
シン酸系化合物、アゼライン酸系化合物、リン酸系化合物、脂肪酸系化合物、エポキシ系
化合物、トリメリット酸系化合物、オレイン酸ブチル、塩素化パラフィン、ポリブテン、
ポリイソブチレン等が挙げられる。これらの添加剤は、１種単独で又は２種以上組み合わ
せて配合できる。セラミックス粉末としては、特に限定されないが、例えば、チタン酸バ
リウム、酸化インジウム、酸化スズインジウム、チタン酸化物、アルミニウム酸化物、バ
リウム酸化物、鉛酸化物、ジルコニウム酸化物、ケイ素酸化物、イットリウム酸化物等の
各種セラミックスの粉末を挙げることができる。また、焼成により、酸化スズインジウム
等のセラミックスに変化するものも含まれる。
【００４０】
　ガラス焼成用バインダー
　本発明のガラス焼成用バインダーは、ガラス粉末の成形体を製造する場合の射出成形用
、鋳型成形用等の熱分解性バインダーである。ガラス焼成用バインダーとしては、本発明
バインダー樹脂組成物をそのまま使用してもよいし、更に、熱分解性等に影響を与えない
範囲で、公知の添加剤を配合して用いてもよい。添加剤としては、分散剤、可塑剤、安定
剤、表面張力調整剤等を挙げることができる。分散剤としては、例えば、各種界面活性剤
、ポリカルボン酸等の高分子系分散剤等を使用できる。可塑剤としては、公知の可塑剤を
用いることができ、沸点が２００℃以上であるものが好ましい。可塑剤としては、具体的
には、例えば、フタル酸系化合物、アジピン酸系化合物、セバシン酸系化合物、アゼライ
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ン酸系化合物、リン酸系化合物、脂肪酸系化合物、エポキシ系化合物、トリメリット酸系
化合物、オレイン酸ブチル、塩素化パラフィン、ポリブテン、ポリイソブチレン等が挙げ
られる。これらの添加剤は、１種単独で又は２種以上組み合わせて配合できる。ガラス粉
末としては、特に限定されないが、例えば、ＰｂＯ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２系低融点ガラス
粉末等の各種ガラス粉末を挙げることができる。
【実施例】
【００４１】
　以下、製造例、実施例および比較例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発
明の範囲は、これらの各例によって、限定されるものではない。各例中、「％」は重量基
準である。また、各例において、ロジン誘導体の吸光度及び分子量６００以上の成分比率
は、以下の方法により、測定した。
【００４２】
　吸光度
　被検ロジン誘導体２５．０ｍｇを、２５ｍｌメスフラスコに精秤し、シクロヘキサンで
溶解した後、２５ｍｌの秤線まで定容する。ＵＶ分光光度計（ＨＩＴＡＣＨＩ　ｕ－３２
１０　ｓｐｅｃｔｒｏｐｈｏｔｏｍｅｔｅｒ）にて、セル長１ｃｍの石英セルを用いて、
３００ｎｍでの吸光度を読み取った。
【００４３】
　分子量６００以上の成分の比率
　被検ロジン誘導体について、ゲルパーミエーションクロマトグラフ（ＧＰＣ）法により
、標準ポリスチレンの検量線から求めたポリスチレン換算値で分子量６００以上の比率を
算出させた。なお、ＧＰＣ法の測定条件は、以下の通りである。
　分析装置：ＨＬＣ－８２２０（東ソー（株）製）
　カラム：ＴＳＫ－ＧＥＬ Ｇ１０００ＨＸＬ、ＴＳＫ－ＧＥＬ Ｇ２０００ＨＸＬ
　溶離液：テトラヒドロフラン
　注入試料濃度：５ｍｇ/ｍＬ
　流量：０．６ｍＬ/ｍｉｎ
　注入量：１００μＬ
　カラム温度：４０℃
　検出器：ＲＩ
【００４４】
　製造例１
　中国産ガムロジン６００ｇと触媒の５％パラジウムカーボン（含水率５０％）１．８ｇ
を１Ｌフラスコに仕込み、２７５℃まで昇温し、３時間不均化反応を実施した。触媒をろ
別後、４００Ｐａの減圧下で蒸留した。１９５～２５０℃で留出された成分をロジン誘導
体(i)とした。３００ｎｍでの吸光度は０．１８、分子量６００以上の成分の含有率は０
．２％であった。
【００４５】
　製造例２
　中国産ガムロジンの水素化処理物６００ｇを１Ｌフラスコに仕込み、製造例１と同様の
条件で蒸留し、１９５～２５０℃で留出された成分を得た。この１９５～２５０℃で留出
された成分４００ｇと５％パラジウムカーボン（含水率５０％）１．２ｇを１Ｌフラスコ
に仕込み、３時間不均化反応を実施した。触媒をろ別して、ロジン誘導体(ii)を得た。３
００ｎｍでの吸光度は０．１５、分子量６００以上の成分の含有率は０．３％であった。
【００４６】
　製造例３
　中国産ガムロジンの水素化処理物６００ｇを１Ｌフラスコに仕込み、製造例１と同様の
条件で蒸留し、１９５～２５０℃で留出された成分を得た。１９５～２５０℃で留出され
た成分２００ｇと５％パラジウムアルミナ３．０ｇ、シクロヘキサン２００ｇを１Ｌオー
トクレーブに仕込み、系内を水素ガスで十分置換した後、反応初期水素圧力を６ＭＰａと
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ら４時間水素化反応させた。触媒をろ別し、減圧蒸留にてシクロヘキサンを留去し、ロジ
ン誘導体(iii)を得た。３００ｎｍでの吸光度は０．０１、分子量６００以上の成分の含
有率は０．３％であった。
【００４７】
　製造例４
　中国産ガムロジンの水素化処理物を製造例１と同様の条件で蒸留し、１９５～２５０℃
で留出された成分をロジン誘導体(iv)とした。３００ｎｍでの吸光度は０．０７、分子量
６００以上の成分の含有率は１．４％であった。
【００４８】
　製造例５
　中国産ガムロジンを製造例１と同様の条件で蒸留し、１９５～２５０℃で留出された成
分をロジン誘導体(v)とした。３００ｎｍでの吸光度は１．６、分子量６００以上の成分
の含有率は１．４％であった。
【００４９】
　実施例１～４
　製造例１～４で得られたロジン誘導体(i)～(iv)について、示差熱・熱重量同時測定装
置（セイコーインスツルメンツ（株）製、商品名「ＴＧ／ＤＴＡ２２０」）を用い、空気
雰囲気下、５℃／ｍｉｎの昇温速度にて９９％重量損失温度を測定したところ、いずれも
、５００℃以下であり、本発明のロジン誘導体（Ａ）に該当することが判った。
【００５０】
　比較例１～４
　製造例５で得られたロジン誘導体(v)、中国産ガムロジンであるロジン誘導体(vi)（３
００ｎｍでの吸光度は１．６、分子量６００以上の成分の含有率は３．０％）、中国産ガ
ムロジンの水素化処理物であるロジン誘導体(vii)（３００ｎｍでの吸光度は０．０７、
分子量６００以上の成分の含有率は２．０％）、及び中国産不均化ロジンであるロジン誘
導体(viii)（３００ｎｍでの吸光度は０．１７、分子量６００以上の成分の含有率は４．
９％）について、空気雰囲気下、５℃／ｍｉｎの昇温速度にて９９％重量損失温度を測定
したところ、いずれも、５００℃を超えていて、本発明のロジン誘導体（Ａ）には該当し
ないことが判った。
【００５１】
　窒素気流下の熱分解性試験
　窒素雰囲気下に昇温速度５℃／ｍｉｎの熱重量測定における９９％重量損失温度の測定
は、次の様にして、行った。即ち、ロジン誘導体(i)～(viii)について、示差熱・熱重量
同時測定装置（セイコーインスツルメンツ（株）製、商品名「ＴＧ／ＤＴＡ２２０」）に
より、窒素雰囲気下で５℃／ｍｉｎの昇温速度にて、２５℃から５５０℃まで昇温したと
きの９９％重量損失温度を測定した。さらに、試験後の残渣の状態を以下の基準で評価し
た。
　１：目視で全く残渣が確認されない
　２：わずかに残渣が確認されるが外観は良い
　３：黒色または褐色の残渣が有り、外観が悪い
【００５２】
　表１に、実施例１～４[ロジン誘導体(i)～(iv)]及び比較例１～４[ロジン誘導体(v)～(
viii)]の９９％重量損失温度及び窒素気流下熱処理後の残渣の状態を、示した。
【００５３】
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【表１】

【００５４】
　実施例５
　ロジン誘導体（Ａ）であるロジン誘導体(i)の２０％トルエン溶液５０ｇに、平均粒子
径１００μｍのアルミニウム合金粉末（Ａｌ：８６％、Ｓｉ：１０％、Ｆｅ：１％、Ｃｕ
：２％、Ｍｇ：１％）１００ｇを添加し、ボールミル分散機で混合し、ペースト状の粉末
冶金用バインダー樹脂組成物を得た。これをガラス基板上に、スクリーン印刷で、３０μ
ｍの厚みで塗工し、窒素雰囲気下において４５０℃で１０分間焼成し、焼結させた。焼結
体には黒色残渣は見られなかった。
【００５５】
　実施例６～８
　ロジン誘導体（Ａ）を表２の記載のとおりに変更した他は、実施例５と同様にして焼成
し、焼結体を得た。
【００５６】
　実施例９
　平均粒子径０．５μｍのチタン酸バリウム粉末１００ｇ、ロジン誘導体(i)１０ｇ、メ
チルエチルケトン４０ｇ、トルエン３０ｇを、ボールミル分散機で混合することにより、
セラミックス焼成用バインダー樹脂組成物を得た。これを、ガラス基板上に、スクリーン
印刷で２０μｍの厚みで塗工し、N２、H２およびH２Oからなる還元性雰囲気中において４
５０℃で２時間焼成し焼結させた。焼結体には黒色残渣は見られなかった。
【００５７】
　実施例１０～１２
　ロジン誘導体（Ａ）を表２の記載のとおりに変更した他は、実施例９と同様にして焼成
し、焼結体を得た。
【００５８】
　実施例１３
　ＰｂＯ－Ｂ２Ｏ３－ＳｉＯ２系低融点ガラス粉末６０ｇ、ロジン誘導体(i)１０ｇ、ブ
チルカルビトールアセテート２０ｇを、ロールミル分散機で十分に混練し、ガラス焼成用
バインダー樹脂組成物を得た。これをガラス基板上にスクリーン印刷により厚み２００μ
ｍで塗布し、窒素雰囲気下、５８０℃で３０分間焼成し、焼結体を得た。焼結体には黒色
残渣は見られなかった。
【００５９】
　実施例１４～１６
　ロジン誘導体（Ａ）を表２の記載のとおりに変更した他は、実施例１３と同様にして焼
成し、焼結体を得た。
【００６０】
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　実施例１７
　酸化インジウム粉末４０ｇ、酸化スズ粉末４．４ｇ、ロジン誘導体(i)５ｇ、ブチルカ
ルビトールアセテート２０ｇを、ボールミル分散機で混合し、セラミック焼成用バインダ
ー樹脂組成物を得た。これをガラス基板上にスクリーン印刷にて１０μｍの厚さに塗工し
、空気雰囲気下、５８０℃で３０分間焼成し、焼結体を得た。焼結体には黒色残渣は見ら
れなかった。
【００６１】
　実施例１８～２０
　ロジン誘導体（Ａ）を表２の記載のとおりに変更した他は、実施例１７と同様にして焼
成し、焼結体を得た。
【００６２】
　実施例２１
　アセチルアセトンインジウム４０ｇ、アセチルアセトンスズ０．１ｇ、パラターシャリ
ーブチルフェノール４２ｇ、コハク酸ジ２－エチルヘキシル１４ｇ、ロジン誘導体(i)１
０ｇを、フラスコ中で混合し、１３０℃に加熱して２時間攪拌した。冷却し、セラミック
焼成用バインダー樹脂組成物を得た。これをガラス基板上にアプリケーターで２μｍの厚
さに塗工し、空気雰囲気下で５００℃、１時間焼成し、焼結体を得た。焼結体には黒色残
渣は見られなかった。
【００６３】
　実施例２２～２４
　ロジン誘導体（Ａ）を表２の記載のとおりに変更した他は、実施例２１と同様にして焼
成し、焼結体を得た。
【００６４】
　焼成後のロジン誘導体由来の残渣評価
　実施例５～２４の焼成後のロジン誘導体由来の残渣の状態を、目視により、以下の基準
で評価した。
　１：全く残渣が確認されない
　２：わずかに残渣が確認されるが外観は良い
　３：黒色または褐色の残渣が有り、外観が悪い
【００６５】
　上記焼成後のロジン誘導体由来の残渣の評価結果を、表２に示す。
【００６６】
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【表２】

【００６７】
　比較例５～８
　用いるロジン誘導体を、表３の記載のとおりに変更した他は、実施例５と同様にして焼
成し、焼結体を得た。
【００６８】
　比較例９～１２
　用いるロジン誘導体を、表３の記載のとおりに変更した他は、実施例９と同様にして焼
成し、焼結体を得た。
【００６９】
　比較例１３～１６
　用いるロジン誘導体を、表３の記載のとおりに変更した他は、実施例１３と同様にして
焼成し、焼結体を得た。
【００７０】
　比較例１７～２０
　用いるロジン誘導体を、表３の記載のとおりに変更した他は、実施例１７と同様にして
焼成し、焼結体を得た。
【００７１】
　比較例２１～２４
　用いるロジン誘導体を、表３の記載のとおりに変更した他は、実施例２１と同様にして
焼成し、焼結体を得た。
【００７２】
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　上記比較例５～２４について、前記と同様にして行った、焼成後のロジン誘導体由来の
残渣の評価結果を、表３に示す。
【００７３】
【表３】

【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明の易熱分解性バインダー樹脂は、それ自体で又は該樹脂を含む組成物の形態で、
無機固体粉末の成形体を製造する場合の射出成形用、鋳型成形用等の熱分解性バインダー
；導電性パターン形成用熱分解性バインダー等として、好適に利用できる。
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